Solution for researching

Vergoldete 2032-Knopfzellengehause Aus 304Ss-Edelstahl Mit
Distanzstucken Und Wellenfedern

Artikelnummer: FZ05

Einfuhrung

Diese hochwertigen, vergoldeten 2032-
Knopfzellengehdause aus 304-Edelstahl wurden
fur die fortgeschrittene Batterieforschung
entwickelt und verfugen Uber passende
Distanzstucke und Wellenfedern. Die mittels
Plasmasputtern aufgebrachten Beschichtungen
bieten eine auBergewdhnliche
Korrosionsbestandigkeit und elektrochemische
Stabilitat fur anspruchsvolle
Hochspannungstests und Forschungsprozesse
im Labor.

Mehr erfahren

Beschreibung Hauptvorteil

Hochspannungs-Lithium-lonen-F&E LCO, NMC811) tiber 4.2 V vs. Li/Li+

Testen von Hochspannungs-Kathodenmaterialien (z. B. LNMO, HV-  Unterdriickt anodische Aufldsung und parasitare Elektrolytoxidation

bei erhdhten Potenzialen.

Festkorperbatterieforschung

Natrium-lonen- & Kalium-lonen-
Zellen

Elektrochemische
Impedanzspektroskopie (EIS)

Superkondensator- &
Hybridsysteme

Screening korrosiver
Elektrolytadditive

Montage und Testen von Festelektrolyt-Pellets und
zusammengesetzten Sulfid-/Oxid-/Polymersystemen

Untersuchung von Alkalimetall-Batteriechemien und nicht-
wassrigen Elektrolytformulierungen

Durchfihrung préziser grundlegender Impedanz-,
Grenzflachenwiderstands- und kinetischer Transportstudien

Charakterisierung von Hochleistungs-
Doppelschichtkondensatoren (EDLC) und pseudokapazitiven
Elektrodenmaterialien

Evaluierung neuartiger fluorierter Lésungsmittel,
hochkonzentrierter Elektrolyte und ionischer Flissigkeiten

Liefert gleichmaRigen axialen Druck und niedrige Kontaktimpedanz
Uber starre Fest-Fest-Grenzflachen.

Bietet chemische Inertheit gegenliber korrosiven Elektrolytsalzen und
aggressiven Reaktionsnebenprodukten.

Eliminiert Impedanzartefakte der nativen Oxidschicht fiir saubere,
genaue Nyquist-Basisplots.

Minimiert den aquivalenten Serienwiderstand (ESR) durch
hochleitfahige Goldkontaktflachen.

Die mittels Plasmasputtern aufgebrachte Goldbarriere verhindert
LochfraB am Substrat und chemischen Abbau lber langere Zyklen.

CR2032 Standard (20 mm Durchmesser x 3,2 mm Hoéhe)

Zellformat

Primares Substratmaterial
Oberflachenbehandlungsprozess
Standard-Beschichtungsmaterial

Dicke der Beschichtungsschicht

Optionale kundenspezifische Metallisierung

Dichtungsmaterial

Gewicht des Knopfzellengehauses

AlSI 304 Edelstahl (304SS)

Hochadhésives Plasmasputtern

Gold (Au)

300 A -500 A (30 nm - 50 nm)

Aluminium (Al), Platin (Pt), Silber (Ag)

Hochdichter Polypropylen (PP)-O-Ring (negativer Deckel)

0,12 0z (~3,4 g pro Set)
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Abmessungen der Distanzscheibe
Oberflachenbeschaffenheit des Distanzstiicks
Nettogewicht des Distanzstiicks
Abmessungen der gewdlbten / Wellenfeder
Abmessungen der Kegelfeder
Oberflachenbeschaffenheit der Feder
Nettogewicht der Feder

Standard-Verpackungseinheit

NI NTENK

Solution for researching

15,5 mm Durchmesser x 0,5 mm Dicke (kundenspezifische Dicke erhaltlich)
Plasmasputter-vergoldet

0,10 0z (~2,8 g)

14,5 mm A.D. x 10,25 mm I.D. x (1,2 % 0,05) mm Héhe x 0,3 mm Dicke
15,4 mm AuBendurchmesser x (1,2 = 0,03) mm Héhe x 0,2 mm Dicke
Plasmasputter-vergoldet

0,10 0z (~2,8 g)

Versiegelte Reinraum-Feuchtigkeitsschutzverpackung (10 Sets / Beutel)
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